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证券代码：002881 证券简称：美格智能

美格智能技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别
特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他

参与单位名称及人员姓名
山西证券 张天 广发基金 马天诣 国海富兰克林基金 陈晶

沙钢投资 尉国 张欢欢 弘晖资管 边贺 粒子跃动 孙祥祥 康家祥

华安证券 李元晨 中金财富 赵浔浔

个人投资者 刘一 （排名不分先后）

时间 2026 年 6 月 11 日

地点 公司全资子公司众格智能会议室（上海市闵行区）

上市公司接待人员姓名 董事长王平、副董事长杜国彬、证券部皮佳颖

投资者关系活动主要内容

介绍

一、交流环节：

1、公司在南通投资项目的规划和进展，南通基地对未来业务发展的支撑情况？

答：公司拟在南通投资建设 AI 研发及先进制造产业项目，计划建造研发中心

办公楼、实验室、先进工艺生产车间等设施，建设面向高算力模组、ASIC 服务

器、车载 SIP 模组等方向的研发中心、SIP 封装等中试、制造基地。目前项目

已经开展规划设计工作，正在加速推进中。在南通的研发和硬件投入，进一步

加强研发和供应链资源布局，对服务器、机器人等新业务开展会形成强力支撑。

2、公司目前是否有服务器相关的解决方案产品？主要的应用场景是什么？相

关业务未来的发展规划情况？

答：公司目前主要有 2 类产品：1、基于 ARM 架构阵列式服务器解决方案产品，

公司有成熟的量产经验，主要应用于云游戏服务器、实时渲染服务器等计算场

景；2、应用于服务器领域的 SSD 固态硬盘产品，主要应用于服务器的数据存

储。

目前，视频生成、车企自动驾驶数据中心、边缘计算等场景对于推理服务器的
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需求在急速扩大。近期公司合作紧密的上游芯片厂商也推出了一系列服务器及

数据中心芯片产品，同样是基于 ARM 架构的，公司在研发上有继承性，可以快

速进行服务器产品的设计和开发，公司将在服务器产业链上，继续加大布局和

投入。

芯片选择上，公司会加强与上游芯片厂商的战略互动，同时目前市面上主流的

芯片平台，公司都将结合技术和市场情况进行综合评估。公司针对国内市场需

求及海外市场需求都会进行评估，不会推出自有品牌，核心还是发挥公司软硬

一体的研发能力，围绕服务器产业链，持续开辟新的业务机会。

3、关注到贵司与高通的合作非常多，目前采用了哪些高通的芯片？AI200 的相

关情况？

答：公司有业内最完整的基于高通芯片平台的智能模组、高算力 AI 模组、

4G\5G\5A-A 通信模组产品线，在智能座舱、端侧 AI、机器人、5G FWA 等领域

都形成了大规模应用。AI200 是高通专为机架级 AI 推理打造的芯片解决方案，

根据高通官方口径，AI200 预计将于 2026 年实现商用。

4、存储芯片备货的情况？向下游客户价格传导情况？

答：公司目前存货金额较大，其中很大部分是存储芯片备货。在存储芯片涨价

早期，公司根据研发项目、订单情况，及对存储芯片行情预测，为保证客户订

单顺利交付，进行了较大金额的战略备货，对后续产品利润有正面影响。

存储芯片价格上涨成本，我们在合理、有序向下游客户传导，比如车载产品、

海外运营商 5G 产品等，都进行了价格调整。

5、车业务整体客户结构的转变情况和新客户拓展情况？

答：智能汽车业务，已经从服务单一大客户模式，转变为多点开花，业务结构

更加稳固健康。目前和国内多家头部车企及 TIER1 都展开了合作。其中在国内

某头部车企拿到了多个定点，为多款全新车型提供 5G 通信+座舱算力一体化解

决方案，这一块是智能化带来的增量市场，并非存量竞争。

6、应用于智能座舱的通信+计算一体式的 5G 舱联模组，我们的核心壁垒在哪
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里？

答：① 拥有百人专项团队，研发能力突出，如保障智能座舱多摄像头、多屏

幕场景稳定、低功耗运行有丰富经验；

② 在 5G 链接和端侧 AI 应用上深度赋能汽车客户，在座舱产品散热设计、

稳定性设计上有丰富经验。

③ 汽车产品需要的 BGA 植球、SIP 封装等先进制造工艺，公司有成熟经验。

④ 已经开发了多代通信+计算一体式产品，软硬件研发经验有积累，生产

制造工艺成熟，产品系统与硬件稳定性强。

7、车厂回款情况怎么样？客户预付款比例一般是多少？

答：车厂的回款情况良好。客户预付款的比例大致在 10%-30%范围。

8、北美业务占比多少？北美业务拓展情况怎么样？

答：目前北美业务占比不到 10%，产品多数实现了海外生产和交付，降低了地

缘风险。我们目前在不断拓展北美、日本市场的 5G\5G-A 产品，这也是为后续

抢占 6G 业务市场布局。为拓展业务，我们在北美市场有设立合资公司，在 5G

FWA、定制化模组、算力服务器等方向上都有拓展机会。

9、海外市场的整体布局情况？

答：海外市场通过加强销售团队开发、协同合作伙伴开发、协同上游芯片厂商

进行头部客户开发等多种形式在拓展。2025 年海外营收占比达到 38%，26 年

Q1 海外营收占比超过 40%，未来我们将努力将海外营收提升到 60%以上。

10、与上游芯片厂商的合作，是否会存在一些地缘政治带来的合作风险？

答：过去几年公司上游芯片采购未受到地缘政治影响，供应充足稳定。公司判

断可能性非常小。且公司已针对相关风险提前做好预案。

11、端侧设备在家庭会以什么形式出现？运营商是否会抢占家庭入口？

答：家庭场景的端侧设备会是新的增量市场，比如我们现在在开发的 AI HUB
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产品，也可能会出现专门面向家庭场景的服务器产品；运营商会在家庭场景进

行流量及 TOKEN 运营，而家庭端侧设备则是流量及 TOKEN 运营的重要载体。

12、最近两个季度合同负债这么高主要来自于什么？哪些订单多？FWA 业务情

况怎么样？

答：合同负债是公司收取客户预付款的直接体现，显示了下游客户需求良好，

其中来自端侧、海外 5G 客户的订单会更多一些。其中海外 5G 网络渗透带动 FWA

产品业务需求爆发，公司 FWA 产品海外销售进展顺利，多地主流运营商项目有

序推进、产品持续出货。依托战略合作深耕中高端市场，叠加新一代智能通信

产品的技术优势，持续拉动订单增长。

13、物理 ai 里面，我们的产品定位是什么？

答：我们的产品为物理 AI 应用提供终端侧、边缘侧计算能力和基于 5G\5G-A

的高速通信能力。

14、公司有开展 AI Coding 工作吗？研发人员会有优化吗？

答：公司早已开展 AI Coding 工作，并在进一步提升 AI Coding 的渗透率，比

如考虑同时使用云端算力和自建算力形式，来开展 AI Coding 工作。公司目前

处于快速成长期，并不会因为 AI Coding 开展而减少研发团队规模，相反随着

业务扩展速度加快，研发团队规模会持续增长。

关于本次活动是否涉及应

披露重大信息的说明

不涉及

附件清单（如有） 无

日期 2026 年 6 月 11 日


